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DESCRIPCION

Procedimiento para la fabricacién de un cuerpo de soporte de datos, para un soporte de datos portéatil y cuerpo de
soporte de datos

La presente invencion se refiere a un procedimiento y a un objeto del tipo definido en las reivindicaciones
independientes. En especial, la invencion se refiere a un procedimiento para la fabricacién de un documento de
identificacion legible sin contacto con IC integrado, que sirve como documento de identidad o para pagina de datos
de un pasaporte de varias hojas, asi como un documento de identificacion correspondiente.

Los documentos de identidad tales como pasaportes o pases se prevén de manera creciente con disposiciones de
traspondedores que estan realizados a base de un médulo de chip que contiene un IC y una antena incluida en el
mismo. Estos dispositivos de chip-bobina permiten leer los datos almacenados en el IC sin contacto. La fabricacion
de estos documentos de identificacion tiene lugar de manera tipica por laminado de, como minimo, una capa de
nucleo y dos capas de recubrimiento, de manera que en la capa de nucleo estan integradas las bobinas de chip. Un
problema en relacién con la resistencia a lo largo del tiempo de estos documentos de identificacion esta constituido
por la unién entre el médulo IC y el cuerpo del documento. Ambos estan realizados a base de materiales distintos,
de manera que el material del médulo es duro y con un elevado punto de fusion, mientras que el material utilizado
para el cuerpo del documento es comparativamente blando y facilmente laminable. Las propiedades distintas del
material del moédulo IC y del cuerpo del documento conducen en una utilizacion a largo plazo en algunos casos, a
qgue en el documento de identificacion correspondiente se formen grietas que se originan en la zona limite entre el
médulo de chip y el cuerpo del documento que pasan a las capas adyacentes. Las grietas se transmiten en la capa
de recubrimiento inmediata y perjudican el aspecto externo y la estabilidad mecanica del documento de
identificacion.

A efectos de evitar estas grietas en los soportes de datos portatiles utilizados como documento de identificacién, se
ha previsto en el documento WO 2007/089140 Al la disposicion entre la cara superior del médulo y la capa de
recubrimiento de otra capa, y entre la otra capa y la capa de recubrimiento un inserto o postizo en forma de capa
auxiliar no continua que es algo mayor que la cara superior de médulo y que esta constituida por un material de tipo
goma con un coeficiente de dilatacion especialmente grande. El elemento postizo que forma la capa auxiliar impide
gue eventualmente las grietas procedentes de la zona de transicién entre el médulo y capa de nlcleo no se
transmitan a la capa de recubrimiento. Se puede prever un elemento postizo como capa auxiliar también para la cara
inferior mas pequefa del modulo.

Por el documento WO 2009/135823 Al se conoce igualmente, con el objetivo de evitar la generacién de grietas, una
construccion para un cuerpo de multiples capas de un documento de identificacion en el que las capas individuales
contienen insertos o postizos de un material mas blando. En este caso, un médulo de chip a integrar en el cuerpo del
documento quedara dispuesto en dicho afiadido de material mas blando. La dilatacién del afiadido es, en este caso,
mayor que la del médulo. En el laminado, el material mas blando fluye de manera completa alrededor del médulo y
se adapta con el mismo de forma conjugada. De esta manera, se pueden evitar zonas de tensiones que conducen a
la generacion de grietas. No obstante, la realizacién de las capas en forma de parcheado es complicada.

Por el documento DE 199 21 230 Al, se conoce un procedimiento para la fabricaciéon de una tarjeta de chip con
utilizacion directa de un chip adelgazado en vez de un médulo de chip del tipo habitualmente utilizado. El chip es
fabricado en una oblea, y a continuacion es colocado en la cara del elemento componente sobre una banda de
soporte con una capa intermedia de un adhesivo provisional eliminable, de manera que es adelgazado desde la cara
posterior. Después de retirar el adhesivo provisional, el chip adelgazado es colocado en una cavidad preparada en el
cuerpo de la tarjeta de chip. En este caso, sera fijado con ayuda de otro adhesivo colocado con este objetivo sobre
el lado posterior del chip en la cavidad. Sobre la cara del elemento componente se fijara a continuacién un elemento
laminar de tarjeta de chip, sobre el que estan realizados conductores eléctricos, que establecen contacto con la cara
del elemento componente del chip adelgazado. El problema de la posible formacion de grietas no aparece en la
utilizacién de chips adelgazados, puesto que estos ocupan solamente un espacio muy reducido en el cuerpo
terminado de la tarjeta por su espesor minimo y pequefia superficie, del que no se producen alteraciones que
generan grietas. La manipulacién del chip es, no obstante, muy complicada en comparacién con la manipulacion de
médulos de chip.

En el libro “Vom Plastik zur Chipkarte” (Del plastico a la tarjeta de chip) de T. Haghiri T. Tarantino, Carl Hanser
Verlag Minchen, 1999, se describen procedimientos de fabricacion para tarjetas de chip, en especial, la técnica de
laminacién.

Es un objetivo de la invencién el dar a conocer un procedimiento que sin acciones sensibles en el proceso de
laminado, posibilita la fabricacién de soportes de datos sin grietas.

Este objetivo es conseguido mediante un procedimiento que tiene las caracteristicas de la reivindicaciéon 1y también
con un cuerpo soporte de datos para un soporte de datos portétil con las caracteristicas de la reivindicacion 9.
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El procedimiento objeto de la invencion, tiene la ventaja de que solamente en la preparacién de los médulos de chip
para la incorporaciéon en un cuerpo soporte de datos se tienen que introducir modificaciones en el desarrollo del
proceso, mientras que el proceso de laminacion siguiente puede ser llevado a cabo de la misma forma, tal como en
la laminacion de los soportes de datos habituales, que no estan dirigidos en especial a la resistencia contra las
grietas.

El procedimiento segln la invencion, tiene ademas la ventaja de que posibilita una integracion eficaz de modulos en
cuerpos de soporte de datos que presentan superficies apropiadas para el laminado propiamente dicho. Entre otros,
resulta posible integrar médulos con superficies metalicas o médulos con superficies tratadas de forma antiadhesiva
en un cuerpo para soporte de datos, de manera que el médulo de chip y todas las capas constituyen una unién
resistente en su conjunto.

En una realizacién ventajosa del procedimiento de la invencién, los médulos de chip son dotados antes del
laminado, de un inserto de adhesivo determinado de manera precisa sobre su superficie, que en la operacion de
laminado lleva a cabo una unién intima tanto con la capa adyacente como también con la superficie apropiada para
la laminacién del médulo de chip. En cuanto al adhesivo, se trata preferentemente de uno de los llamados adhesivos
de aplicacion en caliente (“hotmelt”).

De manera ventajosa, el adhesivo para la preparaciéon del inserto de adhesivo, sera realizado en una banda de
adhesivo de dos capas, que comprende una capa de manipulacion desprendible y de la capa de adhesivo
apropiadamente dicha. La capa de manipulacién sera retirada después de la colocacion de la banda de adhesivo
sobre el madulo de chip. De esta manera, la banda de adhesivo puede ser preparada ventajosamente en forma de
rollo, siendo extraida del mismo.

En una realizacion ventajosa, los modulos de chip se encuentran inicialmente en una banda de soporte de modulos,
y son preparados en forma de rollo. El guiado conjunto de la banda de adhesivo y de la banda soporte de médulos
puede ser realizada, por lo tanto, de manera especialmente eficiente.

En una utilizacién especialmente ventajosa, el procedimiento de la invencion es apropiado para la fabricacién de un
documento de identificacion legible sin contacto, con IC integrado, que es utilizable como pasaporte o pagina de
datos en un pasaporte de varias hojas.

A continuacién, se explicara en mas detalle un ejemplo de realizacién de la invencién haciendo referencia a los
dibujos.

En los dibujos:
La figura 1 muestra una seccion del guiado conjunto de una banda de soporte de médulos y una banda de adhesivo,

La figura 2 muestra en seccién una banda de soporte de médulos después de la unién con la banda adhesiva en el
desprendimiento de la capa de manipulacion,

La figura 3 muestra en seccion una banda de soporte de médulos con capa de adhesivo aplicada antes del corte
mediante un dispositivo de troquelado.

La figura 4 muestra un médulo de chip individual, dotado de un inserto de adhesivo en el momento de la dosificacion
de un adhesivo de sujecion sobre la cara posterior del médulo,

La figura 5 muestra en seccion un apilamiento de capas de capas a laminar para la fabricacién de un cuerpo soporte
de datos conjuntamente con un mdédulo de chip, dotado de adhesivo de sujecion y de inserto de adhesivo en la
aplicacion del médulo de chip en el rebaje,

La figura 6 muestra una seccion de una disposicién de capas a laminar, para la fabricaciéon de un soporte de datos
portatil con médulo de chip incorporado antes de la laminacion, y

La figura 7 muestra en seccion un soporte de datos portatil de material plastico después de la operacion de
laminado.

El procedimiento de fabricacién descrito a continuacion, se divide basicamente en una fase de preparacion en la que
se preparan el modulo de chip, asi como las otras capas y componentes de un cuerpo soporte de datos y un
proceso de laminacion, en el que se unen los componentes preparados por laminacién, es decir, por utilizacion de
presion y calor entre si de forma duradera. Se fabrica un cuerpo soporte de datos de plastico de mdltiples capas,
plano y transportable, que sirve como elemento inserto para un soporte de datos listo para su utilizacién o
constituye, en si mismo, un soporte de datos terminado. Un soporte de datos listo para su utilizacién sirve, por
ejemplo, como documento de identificacion, en forma de documento de identificacion electrénico o0 como pasaporte
electronico. La figura 1 muestra la primera fase del proceso de preparacion, en el que se unen entre si una banda de
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adhesivo de dos capas -10- y una banda de soporte de médulos -20-. La banda de adhesivo -10- esta constituida
por una lamina de manipulacién -12- y una capa de adhesivo -14-. La lamina de manipulacién -12- se adhiere
solamente de forma ligera a la capa de adhesivo -14- y es liberable de esta. La lamina de manipulacion -14- facilita
la manipulacién de la banda de adhesivo -10-; de manera correspondiente, se puede prescindir de ella cuando las
caracteristicas de la capa de adhesivo -14- lo permiten, o existen medios apropiados a disposicién que posibilitan la
manipulacion directa de la capa de adhesivo -14-. En cuanto al material adhesivo que constituye la capa de adhesivo
-14-, se trata preferentemente de un adhesivo de aplicacion en caliente, que es adaptada a la superficie de la banda
de soporte de mddulos -20- ante todo en la zona en que se une a los médulos de chip -22-. La temperatura de fusién
del adhesivo de aplicacion en caliente, se encuentra favorablemente en un rango de 100°C a 150°C,
preferentemente en un rango de 110°C a 120°C.

La superficie de la banda -20- de soporte de médulos es frecuentemente poco apropiada para la laminacion, es
decir, para las condiciones de laminacion habituales de tarjetas, en las que las capas de plastico reunidas para la
fabricacion de tarjetas se unen entre si, no consiguen union o solo en condiciones desfavorables con respecto a la
capa adyacente de material plastico. El punto de reblandecimiento de la superficie de la banda -20- soporte de
moddulos se encuentra, como minimo parcialmente, por encima de la temperatura en la que tiene lugar la unién del
resto de capas utilizadas para la construccion de un inserto o bien de un soporte de datos en la operacion de
laminacion.

La banda de soporte de mddulos -20- soporta en una o varias filas, médulos de chip -22- que han sido construidos
directamente sobre la banda de soporte de moédulos -20-, de manera que las superficies -24- de los médulos de chip
-22- forman parte de la superficie de la banda de soporte de médulos -20- dirigida hacia la banda de adhesivo -10-.
Los modulos de chip -22- presentan de manera tipica un perfil con forma de T con una parte de cabeza mas ancha
-26- con la superficie -24- y con una parte de pie -28- comparativamente mas estrecha con la cara inferior -29-. La
superficie superior -24- presenta habitualmente una expansion notable que puede alcanzar, por ejemplo, varios
milimetros cuadrados. El contorno de borde de la superficie superior -24- es determinado habitualmente en la
fabricaciéon por un borde agudo, a diferencia de un borde redondeado, con un angulo de 90°. A parte de la cabeza
-26-, contiene de manera tipica estructuras metalicas que sirven, por ejemplo, como vias conductoras o superficies
de contacto. Las estructuras metalicas son especialmente también una parte de la superficie superior -24- de la
pieza de cabeza -26-. Otras estructuras metalicas que sirven de manera correspondiente como vias conductoras y/o
superficies de contacto, se encuentran ademas, también, en las superficies inferiores -27- en la zona saliente de la
pieza de cabeza -26-.

Sirven para la conexién eléctrica posterior del médulo de chip -22- con una bobina, antena u otro dispositivo
conductor.

En otra técnica de fabricacion apropiada, tanto la banda de soporte de médulos -20- como los médulos de chip -22-
constituidos sobre la misma se basan en la llamada técnica “Leadframe”. En este caso, la banda -20- soporte de
médulos esta constituida por una banda metdlica, en la que se constituye en un modelo de base por la realizacion de
correspondientes estructuras de rebajes. En una técnica de fabricacion alternativa, la banda -20- de soporte de
moédulos esta constituida por un polimero reforzable con fibra de vidrio, es decir, un material designado FR4, que
puede estar recubierto por una cara o por ambas caras, con un material conductor, en el que se coloca un médulo
de base. El material conductor puede estar constituido, por ejemplo, por una lamina de cobre sobre la que se ha
aplicado un recubrimiento de niquel/oro.

Los médulos de chip individuales -22- son precortados habitualmente mediante unas perforaciones que rodean su
contorno o por un pre-troquelado o estructuras -21- similares que marcan el lugar de separacién con respecto a la
banda -20- de soporte de modulos, de manera que la separacion individual posterior queda facilitada. El pie -28- del
moédulo de chip -22- contiene habitualmente uno o varios IC, y de manera tipica esta constituido por uno o varios
encapsulados de plastico en los que estan dispuestos los IC. El encapsulado esta realizado en un material plastico
de alto punto de fusién que no se reblandece en el laminado posterior.

La banda de adhesivo -10- y la banda -20- soporte de médulos son preparadas partiendo de rollos, y partiendo de
los mismos, son guiados conjuntamente para su unién de forma que la capa de adhesivo -14- llega a descansar
sobre la cara de la banda -20- de soporte de los médulos, que contiene las superficies -24- de las piezas de cabeza
-26- de los médulos de chip -22-. La union de la banda de adhesivo -10- y de la banda de soporte de mddulos -20-
tiene lugar a presion y a una temperatura adecuada para la capa de adhesivo -14-, que activa el adhesivo.

Después de la unién de la banda de adhesivo -10- y de la banda -20- de soporte de los médulos, se retira, tal como
se muestra en la figura 2, la lamina de manipulacion -12- con respecto a la capa de adhesivo -14-.

De la unién resultante de la banda de soporte de mdédulos -20- y de la capa de adhesivo -14-, se separan a
continuacion, tal como se muestra en la figura 3, con ayuda de una herramienta de individualizacién -30-, de los
médulos de chip individuales -22-. La herramienta de individualizacion -30-, separa los médulos de chip -22- a lo
largo de las estructuras que marcan la separacion, separando el médulo de chip -21-, o bien en caso de que no
existan aquellas, a lo largo de la estructura periférica definida para la pieza de cabeza -26-. Conjuntamente con el
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moédulo de chip -22-, se separa una capa de adhesivo -16- de la union formada por la banda de adhesivo y banda de
soporte de médulos, que recubre la totalidad de la superficie -24- de la pieza de cabeza -26- del médulo de chip -22-,
y cuyo contorno de borde se adapta con exactitud al contorno periférico de la pieza de cabeza -26-. La herramienta
de individualizacion -30- puede estar constituida, tal como se indica en la figura 3, por una herramienta de troquelado
o de corte. Sin ningun problema, no obstante, también se puede llevar a cabo la individualizacién mediante laser,
mediante chorro de agua, o con otras herramientas adecuadas.

Sobre la cara inferior -29- de los médulos de chip -22- individualizados y dotados de la capa de adhesivo -16-, tal
como se ha mostrado en la figura 4, se aplica en la etapa siguiente, un adhesivo de fijaciéon -17-. Ello tiene lugar de
forma conveniente, mediante la dosificacién de un adhesivo liquido. Como adhesivo, se utiliza en este caso un
adhesivo de fijacion habitual. El médulo de chip resultante -22- tiene en su superficie superior -24- una capa de
adhesivo -16- que se adapta a su contorno, y en su cara inferior -29- presenta un adhesivo de sujecion -17-.

De manera alternativa a la aplicacién sobre la cara inferior -29- del médulo de chip -22-, el adhesivo de sujecién -17-
puede ser dosificado también en el rebaje -43-, en el que se colocara a continuacion el médulo de chip -22-.

El médulo de chip -22-, tal como se muestra en la figura 5, sera colocado en un apilamiento por capas, preparado
para la laminacion. La altura total del apilamiento de capas es superior a la del médulo de chip -22-, de manera que
este puede ser recibido de manera completa en el apilamiento de capas, sin embargo, no es tan grande que se
pueda despreciar la altura del médulo de chip -22-; de manera tipica, la altura del médulo de chip -22- asciende
aproximadamente de 10% a 90% de la altura total del apilamiento de capas.

El apilamiento de capas estéa realizado por una capa de nucleo formada por varias capas -40- asi como, de manera
correspondiente, como minimo, una capa superior de recubrimiento -50- y una capa inferior de recubrimiento -52-.
Las capas de recubrimiento -50-, -52- son completas o ininterrumpidas, es de decir, recubren toda la superficie del
cuerpo soporte del soporte de datos y consisten en un material plastico habitual de tipo apropiado, por ejemplo,
policarbonato (PC) y presentan de manera correspondiente un grosor de, por ejemplo, de 30 um. En el ejemplo de
realizacion, la capa de nucleo -40- esta constituida por su parte, por dos capas de nucleo parciales -42-, -44-, de
manera que la primera capa de nucleo -42-, también en este caso de policarbonato (PC), tiene un grosor
aproximadamente de 105 um, y la segunda capa de nulcleo parcial -44- esta realizada igualmente a base de
policarbonato y tiene un grosor de, por ejemplo, 150 pum. Los grosores de las capas de nucleo parciales -42-, -44-
son adecuadas a la del médulo de chip -22-. En lugar de policarbonato, las capas de nucleo parciales -42-, -44-
pueden estar realizadas también a base de otro material plastico habitual. La primera capa de nicleo habitual -42-
presenta ademas un rebaje -43-, y la segunda capa parcial de nucleo -44- un rebaje relativamente mas amplio -45-.
Ambos rebajes -43-, -45- forman conjuntamente, como minimo de manera aproximada, un negativo del contorno
externo del médulo de chip -22- recubierto con el inserto de adhesivo -16-.

Sobre la primera capa de nucleo parcial -42-, estd dispuesta una bobina -60-. Puede estar constituida mediante
cable conductor o como via conductora impresa o también conseguida por ataque quimico. La bobina -60- presenta
contactos de conexion -62- sobre los que estan dispuestas zonas superficiales salientes con respecto a la segunda
capa parcial de nicleo -44-, de manera que son accesibles para establecimiento posterior de contactos.

De manera conveniente, la capa de recubrimiento inferior -52-, tal como se ha mostrado en la figura 5, es fabricada
conjuntamente con las capas de nucleo parciales -42-, -44- y los rebajes -43-, -45-, de manera que los rebajes -43-,
-45- presentan hacia abajo un rebaje de dos etapas o escalones. En las capas de nlcleo parciales dispuestas una
encima de la otra -42-, -44-, se aplica el médulo de chip -22- en el rebaje de los escalones -43-, -45-, de manera tal
gue los escalones -27- descansan sobre los contactos -62- de la bobina -60-, y la superficie del médulo -24- dotada
del inserto de adhesivo -16- esta dispuesta hacia el lado superior abierto del rebaje -43-, -45-. La superficie del
inserto de adhesivo -16- sobre el médulo de chip -22- se encuentra en este caso preferentemente enrasada con la
superficie de la capa de nucleo parcial -44-, o bien esta dimensionada de forma tal que de manera correspondiente,
después del laminado siguiente, enrasa con tolerancias permisibles, que estan predeterminadas de manera tipica
por las normas en vigor o las correspondientes especificaciones, con la superficie de la capa de nucleo parcial -44-.
La superficie del inserto de adhesivo -16- y la superficie de la capa de nudcleo parcial -44- constituyen,
conjuntamente, una superficie plana completa sobre la que se dispone la capa superior de recubrimiento -50-. La
capa superior de recubrimiento -50- es, por su parte plana de manera correspondiente.

De manera alternativa, la aplicacion del médulo de chip -22- puede tener lugar, primeramente, antes de que tenga
lugar el recubrimiento de la disposicion resultante con las capas de recubrimiento superior e inferior -50-, -52-.
También, es posible unir entre si las capas de nucleo parciales -42-, -44- y la capa inferior de recubrimiento -52- en
una etapa de preparacién de la laminacién, de manera que ambos rebajes -43-, -45- constituyan un rebaje de tipo
escalonado en el que se colocara el modulo de chip -22-. En lugar de dos capas de nucleo parciales -42-, -44-, se
puede prever también un nimero mayor de capas de nucleo intermedias. Igualmente, es posible utilizar una capa de
nucleo individual prefabricada -40- que contiene la bobina -60- y los contactos de conexion -62-, y en los que se
habréan realizado los rebajes adecuados -43-, -45-, por ejemplo, mediante fresado. En la colocacién del médulo de
chip -22- en la disposicion constituida por las capas de nucleo parciales -42-, -44- y la capa inferior de recubrimiento
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-52-, el médulo -22- se fija por su cara inferior -29- sobre el adhesivo de fijacién colocado sobre el adhesivo de
fijacién -17- colocado sobre aquella en la capa inferior de recubrimiento -52-.

La disposicion conseguida de este modo puede constituir un inserto para un soporte de datos portatil. Para
completar un soporte de datos portatil, se pueden colocar sobre dicha disposicion de inserto otras capas de
recubrimiento externas -54-, -56- que sirve, por ejemplo, para personalizacién o como capa de cierre o de proteccion
0 decorativa. Las otras capas de recubrimiento -54-, -56- estan realizadas igualmente a base de plasticos
laminables, tales como PC, PET o similares. La disposicidn del soporte de datos que resulta de ello puede contener,
tal como se ha mostrado en la figura 6, por ejemplo, hasta un total de diez capas, a saber, ambas capas parciales de
nacleo -42- y -44-, y las capas superior e inferior de recubrimiento -50-, -52-, asi como de manera correspondiente
otras tres capas de recubrimiento superiores e inferiores -54-, -56-. La capa de recubrimiento -50- puede
desaparecer en caso de colocacion de otras capas de recubrimiento -54-, -56-, en especial, en el caso en el que la
laminacién tiene lugar en una etapa y se fabrica un soporte de datos terminado.

La disposicion preparada de este modo es laminada a continuacion. El proceso de laminacion sera llevado a cabo
de forma conocida, tal como se describe, por ejemplo, en el libro ya comentado “Vom Plastik zur Chipkarte” (del
plastico a la tarjeta de chip). La superficie -24- del médulo de chip -22- puede ser poco apropiada para la laminacion,
presentando una union poco favorable o ausencia de unién con la capa de recubrimiento inmediata -50-, -54-, en las
condiciones de laminacién en las que tiene lugar una buena union entre las capas de nlcleo -42-, -44- y la capa de
recubrimiento -50-.

Se produce, no obstante, una buena union de laminado que contiene asimismo, la superficie -24- del médulo de chip
-22-. En el laminado, se une la capa de adhesivo -16- que se encuentra sobre la superficie -24- del médulo del chip
-22- internamente con la capa de recubrimiento superior -50- que se encuentra por encima. En especial, esta
conexién interna, que no se puede conseguir con un simple laminado directo de la superficie -24- y la capa de
recubrimiento superior -50-, se traduce en que se reduce notablemente la tendencia del inserto resultante o bien del
soporte de datos resultante a la generacidn de grietas que se originan en el médulo de chip -22-, pasando a las
capas de recubrimiento -50-, -56-.

El laminado, puede tener lugar, segin una disposicidon conveniente, en una Unica etapa de laminado, en la que se
unen entre si todas las capas existentes, es decir, por ejemplo, las capas -42-, -44-, -50-, -52-, -54-, -56- 0 bien las
capas -42-, -44-, -50-, -52- o bien las capas -42-, -44-, -52-, -54-. La temperatura se encuentra en este caso de
manera conveniente entre 130 y 180°C, preferentemente entre 175 y 180°C. Se consigue un soporte de datos que
opcionalmente puede ser utilizable, segun la sucesién de capas componentes, como inserto 0 bien puede constituir
por si mismo, por ejemplo, una tarjeta de chip fisicamente terminada.

Segun una alternativa conveniente, el laminado tiene lugar en dos etapas, de manera que, en primer lugar, se utiliza
un inserto a base de las capas de nucleo parciales -42-, -44-, la capa de recubrimiento inferior -50- y la capa de
recubrimiento superior -52- a una temperatura algo mas baja, por ejemplo 160° a 170°C, o bien en caso de que se
utilice PVC, a una temperatura correspondiente todavia mas baja para el laminado. A continuacion, se efectia la
laminacién en una segunda etapa de laminado a la misma temperatura, de las otras capas de recubrimiento -54-,
-56- constituyendo un soporte de datos acabado. En este caso, las capas de recubrimiento adicionales -54-, -56- son
colocadas en primer lugar, después de lo cual se lamina el inserto. Sin ningln problema, se pueden prever mas de
dos etapas de laminacion, en las que las capas u otras adicionales se laminen de manera individual. El laminado en
varias etapas es algo mas complejo, pero permite la utilizacion de temperaturas mas bajas, y es mas cuidadoso con
el IC contenido en el moédulo de chip -22-.

La figura 7 muestra en seccion la zona del médulo de chip de un soporte de datos terminado, tal como se consigue
de la disposicion mostrada en la figura 6, después de laminado. El soporte de datos se caracteriza porque, tal como
muestra la linea de trazos, la superficie constituida por la capa -16- de adhesivo y las superficies de las capas de
nacleo -42-, -44- con respecto a la capa de recubrimiento -50- constituyen de manera conjunta, segun tolerancias
permisibles autorizadas, tal como resulten de manera tipica de las normas o especificaciones para soportes de datos
-54-, una superficie plana. El soporte de datos presenta de este modo en su cara externa constituida por la capa de
recubrimiento -54-, una superficie completamente plana. La unién entre la capa de nicleo -44- o bien el inserto de
adhesivo -16- y la capa de recubrimiento -50- es, por lo tanto, completamente satisfactoria. Un soporte de datos de
este tipo puede constituir, por ejemplo, un documento de identificacion legible sin contacto, dotado de un IC
integrado, que actla de manera autbnoma como documento de identidad o como pagina de datos de un pasaporte
de varias hojas.

Manteniendo el concepto basico, segun el cual una superficie poco apropiada para la laminacién -24- de un moédulo
de chip -22- recibe como preparacion antes del laminado un inserto de adhesivo -16- para conseguir, de esta
manera, una union intima entre la superficie -24- y la capa de recubrimiento -50-, que la limita superiormente, la
presente invencion permite una serie de diferentes disposiciones. Asi, por ejemplo, las figuras 6 y 7 muestran
apilamientos de capas sobre los que se pueden afiadir otras capas, 0 bien se pueden prever en la realizacion de las
etapas del procedimiento descritas otras etapas intermedias.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la realizaciéon de un cuerpo soporte de datos con una capa de nudcleo y, como minimo, una
capa de recubrimiento, de manera que en la capa de nucleo esta dispuesto un médulo de chip y que la capa de
recubrimiento es una capa de recubrimiento ininterrumpida, que presenta las siguientes etapas:

- Preparacion de un modulo de chip (22)

- Aplicacién de una capa de adhesivo (16) sobre la superficie (24) del médulo de chip (22),

- Realizacién de un rebaje (43, 45) en la capa de nucleo (42, 44),

- Colocacion del médulo de chip (22) en el rebaje (43, 45) de manera que la superficie (24) del médulo de
chip dotada con el inserto de adhesivo (16) se encuentra hacia la cara abierta del rebaje (43, 45),

- Aplicacién de, como minimo, una capa de recubrimiento (50, 54) sobre la superficie del médulo (24),

- Laminacion de la disposicién conseguida (16, 22, 42, 44, 50).

2. Procedimiento, segun la reivindicacién 1, caracterizado porque el punto de reblandecimiento de la superficie del
moédulo de chip (24) se encuentra, por lo menos parcialmente, por encima de la temperatura a la que tiene lugar la
unién en el laminado de la capa de nicleo (42, 44) y la capa de recubrimiento (50, 54).

3. Procedimiento, segun la reivindicaciéon 1, caracterizado porque el inserto de adhesivo (16) esta adaptado con
exactitud de medidas sobre la superficie del médulo de chip (24).

4. Procedimiento, segln la reivindicacion 1, caracterizado porque se utiliza como adhesivo para el inserto de
adhesivo (16) un adhesivo de fusion en caliente.

5. Procedimiento, segun la reivindicacién 1, caracterizado porque el adhesivo es preparado en forma de una banda
de adhesivo (10), que esta constituida por una capa de soporte (12) y una capa de adhesivo (14) de manera que la
capa de soporte (12) es desprendida nuevamente después de la colocacién sobre la superficie del médulo de chip
(24).

6. Procedimiento, segun la reivindicacién 1, caracterizado porque el modulo de chip (22) es preparado en forma de
una banda de soporte de médulos (20), de manera que la superficie de los médulos de chip (24) forma parte de la
banda del soporte de moédulos (20).

7. Procedimiento, segun la reivindicacion 1, caracterizado porque la banda de adhesivo (10) es aplicada sobre la
banda de soporte de modulos (20) y, a continuacion, los médulos de chip (22) son desprendidos, conjuntamente con
una parte (16) de la capa de adhesivo (14), de la banda de soporte de mddulos (20).

8. Procedimiento, segun la reivindicacién 1, caracterizado porque sobre la cara inferior (29) del médulo se dosifica
un adhesivo de fijacion (17) antes de la colocacion del rebaje.

9. Cuerpo soporte de datos, constituido como minimo por una capa de nucleo (42, 44), y como minimo, una capa de
recubrimiento (50), en el que en la capa de nicleo (42, 44) esta dispuesto un modulo de chip (22), y la capa de
recubrimiento (50) es una capa ininterrumpida, y de manera que la capa de ndcleo (42, 44) y la capa de
recubrimiento (50) estan unidas entre si por laminado, caracterizado porque la capa de nucleo (42, 44) esta
interrumpida en la zona de la superficie (24) del modulo de chip (22), y la superficie del médulo de chip (24) esta
recubierta de modo completo por un inserto de adhesivo (16), que esta unido internamente con la superficie del
moédulo de chip (24) y la capa de recubrimiento (50), de manera que la capa de adhesivo (16) y la capa de ndcleo
(42, 44) constituyen con pequefias diferencias de manera conjunta, una superficie plana ininterrumpida, sobre la que
esta dispuesta la capa de recubrimiento (50).

10. Cuerpo soporte de datos, segun la reivindicacion 9, caracterizado porque la superficie de médulo de chip (24) es
metalica o poco apropiada para la laminacién, con caracteristicas antiadhesivas.
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